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Specifications

+ 79l : 100-240 VAC

+ Pre-Heater 2H[%2{ : 1400 W

* Reflow Head £H[32 : 550 W - System (2200W)
+ 3DEE : 45450 T, 3% 350 ©

« PCBI| : 381 x 229 mm

+ PCBS : ~6 mm

« $BI| 32 051x0.25 mm, Hch 45 x 45 mm Ael ks
+ BIZISTHERE : 10~508)

BZ2EE : Closed-loop Control (RTD Sensors)
Air Flow : 8~24 ¢/min (Z12U{Z18 Pump)
Nitrogen(N2)et2d &% : 71 &4t

HEL| : 483 x 762 X762 mm

HESE : 60 kg
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